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KURZFASSUNG

Der Entwicklungs- und Konstruktionsprozess von Produkten im Maschinenbau ist zentra-
ler Bestandteil der Produktentwicklung. Speziell der Entwicklungsprozess im Bereich der
Konzept- und Entwurfsphase hat eine besondere Bedeutung fiir die Wirtschaftlichkeit der
Erzeugnisse. Eine Moglichkeit zur Optimierung ist der Einsatz standardisierter Bauteile.
Die Standardisierung auf Bauteilebene ist im Maschinenbau und in der Feinwerktechnik
bereits die Regel, wird aber in der Mikrosystemtechnik und damit auch in der Mikrome-
chanik zumindest zur Zeit nicht genutzt, obwohl in der MST immer wiederkehrende Bau-
elemente (z. B. Membranen, Balken etc.) Anwendung finden. Hinzu kommt, dass eine me-

thodische Vorgehensweise bei der Entwicklung in der Regel nicht angewendet wird.

Ziel der vorliegenden Arbeit ist daher, den Entwurfsprozess in der Mikrosystemtechnik
durch den Einsatz eines modularen Baukastensystems zu unterstitzen. Hierzu wird die
Moglichkeit untersucht, erstmals auch mikromechanische Bauelemente zu standardisieren.
Die Baukastendefinition wird beispielhaft an einem héufig angewendeten mikromechani-
schen Bauteil, der mikromechanischen Membran zur Druckmessung, vorgenommen.
Durch die Verwendung des Membranbaukastens kénnen Membranen fiir beliebige Anfor-
derungen aus einer begrenzten, standardisierten Menge von Elementen schnell, kosten-
glinstig und ohne zusétzlichen Entwicklungsaufwand mit vorausbestimmbaren Figenschaf-

ten zusammengestellt werden.
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